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EPS POLYSTYREN XPS

TECHNICKY LIST

BOSTIK

SV E s
LEPIDLO
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PoLysTYREN

- NIZKOEXPANZNE jemny narast

- VYSOKA TEPELNA IZOLACIA
A = 0,0348 W/ (m*K)

- PRIENAVY K BITUMENOVYM HMOTAM
(podzemné casti budov)

- vysoka presnost a kontrola aplikacie

- vysoka rozmerova stalost a
mechanickd odolnost

- NIZKA NASAKAVOST

- kotvenie dosiek uz 2 hodiny po aplikacii

- nehrozi ziadne tepelné mosty v désledku
prenikanie lepidla do medzier medzi doskami

- jednoduchost aplikacie

- pre tradi¢ny a Sedy polystyrén s
dodatkom grafitu, so zvysenymi
tepelnoizolaénymi vlastnostami

- po vytvrdnuti chemicky neutralny, odolny
voci Sirokému rozsah teplét od -40 °C do
+ 90 °C a rozvoju hub a plesni

POLYURETANOVE, RYCHLE LEPIDLO v aerosole pre lepenie
izolacnych dosiek EPS, XPS, v zateplovacich systémoch
obvodovych stien i zékladov a stien pivnic bez rizika
vzniku tepelnych mostov. Vyznacuje sa zanedbatelnym
narastom, kratkou dobou viazania a dokonalou izolaciou.
Nepouzivajte na PP, PE, PTFE, PW, PMMA, zrkadla.
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e lepenie tepelnoizolaénych dosiek z bieleho a
grafitového expandovaného polystyrénu
(EPS) - polystyrénovych a extrudovanych
polystyrénovych (XPS) dosiek zo styroduru,
na mineralne podklady (napr. betén,
keramika, OSB) pri zateplovani budov
bezskarovou metddou (ETICS)

o zateplovanie zakladov, stien suterénov a
podobnych podzemnych &asti budov
(pripevnovanie tepelnoizolacnych dosiek na
mineralne a zZivicné podklady)

¢ vyplfiovanie medzier medzi izolaCnymi
doskami a medzier vzniknutych rezanim

dosiek

¢ vertikalna dilatacia v stenach

o tepelnej izolacie striech a plochych striech

e utesnenie Skar, napr. u vonkajSich
parapetov, balkénovych dosiek, pivni¢nych
okien alebo okien v suteréne (plati pre
novostavby aj renovované budovy)

Zaklad

MDI polyuretan

Systém vytvrdzovania

Reakciou so vzdusnou
vlhkostou

Vlastna hmotnost’

26 kg/m3 £ 15% *

Otvorena doba (od
nanesenia lepidla po
upevnenie dosiek)

cca. 10 £ 2 minat *

Cas rezania

37 = 15% minut *

Cas Gplného
vytvrdenia

az 24 h (pIlné mechanické
zataZenie) *

Rozmerova stabilita

- 5% *

Trieda reakcie na ohen

podla DIN 4102-1: B3
podla PN 13501-1: F

Narast vysky peny
(stupen expanzie)

< 1,0 mm podla EOTA
TRO46

Tepelna odolnost po
vytvrdnuti

-40 °C az + 90 °C
(kratkodobo az + 140 °C)

Pevnost v Smyku

= 45 kPa podla EOTA TR046

Vacsina materidlov vyskytujlcich sa v stavebnictve,
vratane: betonu, stavebnej keramiky, silikatov, biely alebo
grafitovy EPS, XPS, drevo a materidly na baze dreva, OSB,
ocel, hlinik a dalSie kovy, vybrané plasty (tvrdé PVC,




polyester, PU, atd’.), bitimenové natery, stresné lepenky,
bitimenové membrany.

Podklady pripravené na lepenie polystyrénovych dosiek by
mali byt ploché, vyrovnané, dobre olistené a zbavené
prachu. NemdZu byt srienisté ani namrznuté. Pripustnd
odchylka od rovinnosti povrchu steny nesmie prekrodit -4
mm a +2 mm. Odchylky by sa mali merat 2 m dlhou latou,
s presnostou na 1 mm. Pri stendch s prili§ velkymi
nerovnostami povrchu je nutné naniest vyrovnavaciu
(tmelovu) vrstvu.

VSEOBECNE ZASADY :

Velmi hladké, rovné, nepriepustné povrchy (smaltované,
glazované, sklovité) by mali byt zdrsnené, aby sa zlepsila
prilnavost lepidla. Plechovku s lepidlom tesne pred pouZitim
dobre premiesSajte. Naskrutkujte na pistol. Pociato¢nu
davku lepidla (cca. 30 cm), az do vyrovnania tlaku v pistoli,
nasmerujte bokom (nepouzivat). Dosky zadinajte lepit vzdy
odspodu, opierajuc dolny rad dosiek o Startovaciu listu
alebo zakladovu péatku.

Teplota okolia a povrchu: od +0°C do +25°C (optimalne
od +10°C do +25°C) Prace mimo budovy by nemali byt
vykondvané za daZdivého pocasia. Prace by nemali byt
vykonavané za silného slnec¢ného Ziarenia a silného vetra.
Teplota fl'ase: od + 5°C do + 25 °C (optimalne + 20 °C)

Formované izolacné dosky (iné ako rezané) mozu
obsahovat separaéné prostriedky. Vykonajte test
prilnavosti. V pripade potreby obruste zadnu stranu dosiek.
ETICS Tepelna izolacia vonkajsich stien budov:
Lepidlo nanasajte na dosky EPS alebo XPS po obvode,
zachovajte vzdialenost 2 cm od okraja dosky a pomocou
priZkov v tvare pismena "M" alebo "W". PriZky by mali byt
Siroké cca. 3 cm. Hrubka vytvoreného lepeného spoja by
mala byt (po poloZeni panelu na podklad) 8-15 mm pri
bielych XPS a EPS paneloch a 8 mm pri grafitovych EPS
paneloch. Spojenie izola¢nych dosiek s podkladom by sa
malo uskutoénit ¢o najskdr po naneseni lepidla. Po priloZeni
dosiek rovnomerne pritlatte pomocou laty. Otvorena doba,
tzn. doba udrzania lepiacej schopnosti pri teplote 23 + 2°C
a 50 £5% relativnej vlhkosti je maximalne 9 minut. Pri
pracach prisne dodrzujte podmienky pouzitia uvedené v
projekte tepelnej izolacie, vypracovanom pre konkrétny
objekt.

Tepelné izolacie podzemnych casti budov:

Lepidlo nanasajte na jednu stranu podkladu zvislymi
pruhmi vo vzdialenosti 20-30 cm od seba. Dosky prikladajte
k podkladu po cca. 10 mindtach po naneseni lepidla,

nasledne ich pritlacte. ZvySné medzery a Skary medzi
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doskami by mali byt tesne vyplnené lepidlom.

Pistol’ na polyuretanovu penu

- do 8 m2 (v pripade lepenia izolaénych dosiek v
systéme ETICS)

- do 12 m2 (v pripade lepenia izola¢nych dosiek pri
zateplovani podzemnych Casti budov) *

Cerstvé, lepkavé zvysky lepidla je mozné taktiez odstranit
CistiCom Bostik Perfect Seal alebo aceténom. Pozor, Cisti¢
mbZe reagovat s izolatnou doskou a poskodit ju.
Vytvrdnuté lepidlo je moZné odstranit iba mechanicky alebo
je potrebné pouzit $pecidlne rozpustadlo pre polyuretanovu
penu so Specidlnym prostriedkom na odstranenie
vytvrdenej peny.

- Precitajte si informacie uvedené na Stitku a v karte
bezpecnostnych Gdajov produktu.

- Neprilnavy k polyetylénu (PE), polypropylénu (PP),
silikonu, PTFE atd.

- V pripade streSnej lepenky, bitimenovych povrchov
podobného typu a plastov sa odporuca vykonat skusku
prilnavosti a posudit vhodnost vyrobku na zamys$lané
pouzitie.

18 mesiacov od datumu vyroby. Uzavreté balenie skladujte
na suchom a tienistom mieste, mimo zdroja tepla pri
teplotach + 5 °C az + 25 °C. Prepravujte a skladujte iba
vo zvislej polohe pri teplote +5°C az +25°C. Odolny pri
preprave niekolko hodin do -15 °C.

KAT. C. TYP

BOK633979 750 ml plechova flasa

Informacie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo vsSetkych
papierovych a digitalnych publikaciach , vychadzajl z nasich st¢asnych znalosti
a skusenosti. Bostik nezodpoveda za ziadne chyby alebo nepresnosti, ktoré st
vysledkom technologickych zmien alebo vyskumu, ku ktorym doslo medzi
datumom vystavenia dokumentu a datumom ndkupu produktu. Bostik si
vyhradzuje prdvo na zmeny zloZzenia produktov. Pred aplikaciou by si mal
pouzivatel preéitat obsah tohto dokumentu as nim stvisiace dokumenty. Okrem
toho by mal uzivatel vykonat test a postdit vhodnost produktu na zamyslané
pouzitie. Sposob aplikacie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy
produktu s mimo nasich znalosti a kontroly a s teda mimo zodpovednosti
spolo¢nosti Bostik. VSetky objednavky su realizované v sulade s aktualnymi
obchodnymi podmienkami spolocnosti Bostik. Informacie obsiahnuté v
aktudlnom technickom liste produktu si uvedené v dobrej viere a nie su
vycCerpavajlce.
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